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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Kontaktstiick
mit einer Schaltsilber-Kontaktauflage, die mittels ei-
ner Silberzwischenschicht und eines Lotes auf einen
Kontakttrager aufgelotet ist, und auf ein Verfahren zu
seiner Herstellung. Solche Kontaktstiicke werden un-
ter anderem in Relais und Schaltern der verschieden-
sten Art verwendet.

Im Fachhandel sind die zum Léten erforderlichen
Lote als Flachmaterial erhéltlich. Sie enthalten be-
reits dosierte Zuschlage an Lothilfsmitteln. Es ist be-
kannt, Bander aus Kontaktsilber und Reinsilber durch
Warmwalzen miteinander zu verbinden und anschlie-
Rend Lot-Flachmaterial als dritte Schicht auf dieses
Zweischichtband aufzuwalzen. Von diesem so er-
stellten Dreischichtband werden dann die Kontakte
abgeschnitten und auf den Kontakttragern aufgel&-
tet. Es ist eine Eigenart dieses Herstellverfahrens,
daB die Walzrander beschnitten werden missen, so
dall Abfall anféllt. Auch wird das Abschneiden der
Kontakte bei gréReren Kontaktstdrken zunehmend
problematisch.

Es ist auch bekannt, aus einer auf Kontaktabmes-
sungen zugeschnittenen Silberzwischenschicht und
einer aufgeprefRten Schaltsilberkontaktauflage Zwei-
schichtkontakte herzustellen und diese dann mittels
eines Lotes und Lothilfsmitteln auf dem jeweiligen
Kontakttrdger aufzuldten. Bei dieser Arbeitsweise
entsteht kein Abfall, sofern mit Bandmaterial gearbei-
tet wird, welches zumindest in der Breite mit einer
Breite oder Lange des spateren Kontaktes lberein-
stimmt. Bei gré6Reren Stiickzahlen ist diese Arbeits-
weise jedoch wegen der exakten Positionierung und
Dosierung des Lotes bzw. der Lothilfsmittel relativ
aufwendig.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,
einen Weg zu weisen, wie die Herstellung von Kon-
taktstiicken vereinfacht werden kann, ohne die Qua-
litdt zu beeintrachtigen. Insbesondere soll die Positi-
on des Lotes auf der Silberzwischenschicht des Zwei-
schichtenkontaktes zuverlédssig gewdhrleistet blei-
ben. Dariiber hinaus soll auch ein Hochkriechen des
Lotes auf die Schaltsilberkontaktauflage beim Verl6-
ten mit dem Kontakttréger verhindert werden.

Beziiglich des Kontaktstiicks wird diese Aufgabe
erfindungsgemal dadurch geldst, daR das Lot in
Form eines Plattchens vor dem eigentlichen Létvor-
gang auf der Silberzwischenschicht angeheftet ist.
Dadurch bleibt das Lot zuverlassig auf der der Silber-
zwischenschicht positioniert, ohne vorzeitig, das
heillt vor dem Aufléten des Kontakttragers, zu verrut-
schen oder gar abzufallen. Auf diese Weise wird eine
Voraussetzung fir eine zuverldssige Handhabung
der miteinander zu verlétenden Teile geschaffen.

Beziiglich des Verfahrens wird diese Aufgabe da-
durch geldst, dal die Silberzwischenschicht auf der
Schaltsilberkontaktauflage aufgepref’t und anschlie-
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Rend das Lot in Form eines Plattchens auf der Silber-
zwischenschicht angeheftet und danach der Kontakt-
trédger auf das Lotplattchen gelegt und aufgeldtet
wird. Diese Reihenfolge im Herstellverfahren ge-
wihrleistet eine hinsichtlich der Position des Lotplatt-
chens und hinsichtlich der Qualitat des Létvorgangs
zuverlassige Herstellung der Kontaktstiicke. Zu-
gleich hat sie eine Verbilligung des Herstellverfah-
rens zur Folge.

Es hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen,
wenn sich das Lotplattchen vor der Létung in Weiter-
bildung der Erfindung in einer Vertiefung der Silber-
zwischenschicht befindet. Das hat zur Folge, dal das
Lotpléttchen beim Létvorgang von diesem auf dem
Kontakttrager aufliegenden Rand der Silberzwi-
schenschicht umschlossen ist und nicht so leicht seit-
lich wegflieRen kann. Diese Vertiefung 4Rt sich
durch einen Prel3- oder Prageschnitt herstellen.

In Ausgestaltung der Erfindung kann die Heftung
des Lotplattchens durch Schweillen erfolgen. Hierbei
hat sich wiederum das UltraschallschweiRen des Lot-
plattchens auf der Silberzwischenschicht als beson-
ders vorteilhaft erwiesen, weil hierdurch ein Aufhei-
zen des Lotplattchens vermieden wird. Letzteres
kénnte sonst die Qualitat der spéteren Létung verrin-
gern.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfin-
dung kann das Lotplattchen wahrend des
Ulbraschallschweilens (iber eine Andruckplatte mit
kleinen punktuellen Erhebungen an die Silberzwi-
schenschicht angepreft werden. Durch diese MaR-
nahme wird erreicht, da® das Ultraschallschweil3en
nur unter den wenigen AnpreRpunkten der punktuel-
len Erhebungen erfolgt und damit mit sehr viel weni-
ger Andruckkraftund Ultraschallenergie durchgefiihrt
werden kann. Das wiederum hat zur Folge, daR die
der Lotschicht zugewandte Seite der Silberschicht
kleine Vertiefungen an jenen Stellen aufweist, an de-
nen sich die punktuellen Erhebungen der Andruck-
platte befanden.

Dadurch, daR das Lotplattchen in besonders
zweckmafiger Weiterbildung der Erfindung vor der
Létung biindig in die Silberzwischenschicht einge-
preflt wird, wird die Voraussetzung fir eine véllig pla-
ne Auflage auf dem Kontakttréger beim spateren Auf-
I6ten geschaffen. Zugleich wird durch die so erzeugte
seitliche UmschlieBung des Lotplattchens durch die
Silberzwischenschicht ein seitliches AusflieRen des
Lotes beim Verléten mit dem Kontakttrager verhin-
dert, weil das Lot im Randmaterial der Silberzwi-
schenschicht eingebunden wird. Auf diese Weise wird
auch verhindert, da} das Lotmaterial beim Léten an
den Seiten des Schaltsilbers hochkriecht. Letztend-
lich kann dieser Arbeitsgang eine separat Vorpragung
der Silberzwischenschicht ersetzen.

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unter-
anspriichen gekennzeichnet. Weitere Ausgestaltun-
gen der Erfindung werden anhand eines in den Figu-
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ren dargestellten Ausfiihrungsbeispiels erldutert. Es
zeigen:

Figur 1 eine Explosionszeichnung des Kontakt-

stiicks;

Figur 2 eine Seitenansicht des Zweischichtkon-

taktes;

Figur 3 eine Ansicht des Zweischichtkontaktes

nach dem Ultraschallschweien des Lotes und

Figur 4 eine Seitenansicht des fertigen Drei-

schichtkontaktes vor dem Aufléten auf den

Kontaktrager.

Die Figur 1 zeigt den Aufbau des Kontaktstiicks
1 in Explosionszeichnung. Es besteht aus einer
Schaltsilber-Konaktauflage 2, einer Silberzwischen-
schicht 4, einem Lotplattchen 6 und einem Kontakt-
trager 8. Die Schaltsilber-Kontaktauflage 2 besteht
im Ausfiihrungsbeispiel aus einer bekannten Schalt-
silberlegierung. Sie hat im Ausfiihrungsbeispiel die
Form einer rechteckigen Platte mit den Abmessun-
gen des spéateren Kontaktes. Sie kénnte aber ebenso-
gut die Form einer flachen runden Scheibe oder einer
halbkugelférmigen Kalotte haben. Unter der Schalt-
silber-Kontaktauflage 2 erkennt man in der Figur 1 die
Silberzwischenschicht 4, die in ihren Abmessungen
an den Grundri® der Schaltsilber-Kontaktauflage 2
angpalRt ist. Die Silberzwischenschicht 4 besteht im
Ausfiihrungsbeispiel aus reinem Silber. Unter der Sil-
berzwischenschicht 4 erkennt man das Létplattchen
6. Das Loétplattchen besteht im wesentlichen aus
Kupfer und Silber und enthalt in seiner handelsiibli-
chen Ausfiihrungsform bereits alle erforderlichen
Léthilfsmittel. Es ist aus einem handelsiiblich erhalt-
lichen Lotstreifen der gewiinschten Breite abge-
schnitten worden. Seine Kontur ist an die Kontur der
Silberzwischenschicht 4 angepalit, wird aber allseitig
um ca. 1 mm von der Silberzwischenschicht iberragt.
Unter dem Létplattchen 6 ist in der Figur 1 der Kon-
takttrager 8 fir das Kontaktstiick 1 dargestellt. Er be-
steht aus einem Flachmaterial aus Stahl, das ober-
flachlich mit Kupfer beschichtet ist.

Bei der Herstellung des Kontaktstiicks 1 wird zu-
nachst die Schaltsilber-Kontaktauflage 2 in einem
PreRBwerkzeug mit der auf Kontaktmaf von einem Sil-
berflachmaterial abgeschnittenen Silberzwischen-
schicht 4 zu einem Zweischichtkontakt verprefit.

Auf der Silberzwischenschicht 4 dieses Zwei-
schichtkontaktes wird das zuvor von einem Lot-
Flachmaterialstreifen abgeschnittene Lotplattchen 6
aufgelegt, positioniert und angeheftet bzw. mittels ei-
ner Sonotrode 10 mittels Ultraschall aufgeschweift.
Dabei hat die Sonotrode 10 eine dem Lot 6 zuge-
wandte Auflageflache, die mit kleinen Erhebungen 12
versehen ist. Im Ausfiihrungsbeispiel sind dies kleine
pyramidenférmige Spitzen 12, die das Lotplattchen 6
gegen die Silberzwischenschicht4 pressen. Beim Ak-
tivieren der Piezokeramik schwingt diese Anprelfla-
che der Sonotrode 10 in Richtung parallel zur Aufla-
geflache auf das Lot 6. Dabei verschweifen die unter
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den kegelférmigen Erhebungen 12 der Auflageflache
der Sonotrode 10 befindlichen und somit verstérkt
gegen die Silberzwischenschicht angeprefiten Fla-
chenelemente des Lotplattchens 6 mit der Silberzwi-
schenschicht 4, wéhrend das Lotplattchen im Gibrigen
kalt bleibt. Alternativ wére es auch mdglich, das Lot-
plattchen auf der Silberzwischenschicht durch Kle-
ben mit einem organischen Kontaktkleber anzuhef-
ten. Dieser verdampft beim anschlieBenden Lotvor-
gang.

Der auf diese Weise mit dem Létplattchen 6 ver-
sehene Zweischichtkontakt 2, 4 wird nachfolgend un-
ter ein PreRwerkzeug gelegt und mit einem Pref-
druck von mehreren Tonnen pro cm? plangepref3t. Da-
bei wird das Lotplattchen 6 in die Silberzwischen-
schicht 4 hineingedriickt, so daR die Silberzwischen-
schicht das Lotplattchen mit Ausnahme der spéater auf
dem Kontakttrager 8 aufzulétenden Flache allseitig
umfat. Nach dem Prelvorgang wird der Zwei-
schichtkontakt auf den Kontakttrager 8 gelegt und mit
dem Kontakttréger 8 verlétet. Dazu wird der Kontakt-
trager 8 mitsamt dem Lotplattchen 6, der Silberzwi-
schenschicht 4 und dem Schaltsilber 2 induktiv auf
ca. 750 °C aufgeheizt. Durch das vorausgegangene
Planpressen wird erreicht, dal der Kontakt beim Lo-
ten véllig plan auf dem Kontakttrager 8 aufliegt. Das
hat zur Folge, daR exakt reproduzierbare, gleichma-
Rige Verhaltnisse iiber die gesamte Létflache hinweg
herrschen. Dies ist eine Voraussetzung fir die Auto-
matisierung des Létvorgangs und fir die Verkiirzung
der induktiven Heizzeit auf ca. 1 Sekunde, ohne loka-
le unkontrollierte Uberhitzungen befiirchten zu miis-
sen. Dariiber hinaus hat dieses Planpressen zur Fol-
ge, dall das Lotplattchen in die Silberzwischen-
schicht eingedriickt wird und mit Ausnahme der Auf-
lageflache auf dem Kontakttréger 8 allseitig von der
Silberzwischenschicht 4 umschlossen wird. Dadurch
legiert liberschiissiges Lot mit der Silberumrandung
und wird so daran gehindert, seitlich auf die Schalt-
silber-Kontaktauflage hochzukriechen.

Es ist ein groRer Vorteil dieses Herstellverfah-
rens, dal das Lotplattchen 6 zuverlassig auf der Sil-
berzwischenschicht 4 der Schaltsilber-Kontaktaufla-
ge positioniert werden kann, chne hierzu vorher auf
eine Temperatur nahe der Lottemperatur erwarmt
worden zu sein. Dadurch wird die Gefahr vermieden,
daf durch die Erwdrmung des Lotes Nachteile bei der
spéteren L6tung mit dem Kontakttréger 8 in Kauf ge-
nommen werden missen. Des weiteren ist auf diese
Weise die Handhabung der Teile vereinfacht und ver-
billigt worden.

Das Ultraschallschweien des Lotes auf der Sil-
berzwischenschicht kann im Schliffbild nachgewie-
sen werden.
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Patentanspriiche

1.

10.

1.

Kontaktstiick (1) mit einer Schaltsilber-Kontakt-
auflage (2), die mittels einer Silberzwischen-
schicht (4) und eines Lots (6) auf einem Kontakt-
tréger (8) aufgelétet ist, dadurch gekennzeich-
net, dal das Lot in Form eines Plattchens (6) vor
dem eigentlichen Létvorgang auf der Silberzwi-
schenschicht (4) angeheftet ist.

Kontaktstiick nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dal} sich das Lotplattchen (6) vor
der Létung in einer Vertiefung der Silberzwi-
schenschicht (4) befindet.

Kontaktstiick nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dal} die Heftung durch Schwei-
Ren erfolgt ist.

Kontaktstiick nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dal® die Heftung durch Ultra-
schallschweien erfolgt ist.

Kontaktstiick nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dall die der Lotschicht zuge-
wandte Seite der Silberschicht kleine Vertiefun-
gen aufweist.

Kontaktstiick nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dal® die Heftung durch Kleben
erfolgt ist.

Verfahren zur Herstellung eines Kontaktstiicks,
insbesondere nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dal eine Silberzwi-
schenschicht (4) auf einer Schaltsilber-Kontakt-
auflage (2) aufgepreflt und anschlielend ein Lot
(6) in Form eines Pléttchens an der Silberzwi-
schenschicht (4) angeheftet und danach ein Kon-
takttrager (8) auf das Lot gelegt und aufgelétet
wird.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daR die Heftung des Lotplattchens (6)
durch Schweilten erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 7 und 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dal die Heftung des Lotplatt-
chens (6) durch Ultraschallschweillen auf der Sil-
berzwischenschicht (4) erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daR die Heftung des Lotplattchens (6)
durch Kleben erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daR das Lotplattchen
(6) wahrend des UltraschallschweiRens tber ei-
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12.

13.

14.

15.

ne Andruckplatte (10) mit kleinen punktuellen Er-
hebungen (12) an die Silberzwischenschicht (4)
angepreldt wird.

Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dal die punktuellen Erhebungen (12)
kegelférmig ausgebildet sind.

Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dal die Ultraschallschwingun-
gen der Andruckplatte (10) tangential zur Aufla-
geflache des Lotplattchens (6) ausgerichtet sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, daR das Lotplattchen
(6) vor der L6tung biindig in die Silberzwischen-
schicht (4) eingepreft wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dal der Kontakttra-
ger (8), das Lotplattchen (6), die Silberzwischen-
schicht (4) und die Schaltsilber-Kontaktauflage
(2) beim Létvorgang induktiv aufgeheizt werden.

Claims

Contact (1) with a silver contact base (2) which is
soldered onto a contact carrier (8) by means of a
silver intermediate layer (4) and a solder (6),
characterized in that the solder in the form of a
platelet (6) is fastened to the silver intermediate
layer (4) prior to the actual soldering operation.

Contact according to Claim 1, characterized in
that the solder platelet (6) is located in an inden-
tation of the silver intermediate layer (4) prior to
the soldering.

Contact according to Claim 1 or 2, characterized
in that the fastening has been performed by weld-

ing.

Contact according to Claim 3, characterized in
that the fastening has been performed by ultra-
sonic welding.

Contact according to Claim 4, characterized in
that the side of the silver layer facing towards the
solder layer has small indentations.

Contact according to Claim 1 or 2, characterized
in that the fastening has been performed by
bonding.

Process for producing a contact, in particular ac-
cording to one of Claims 1 to 6, characterized in
that a silver intermediate layer (4) is pressed onto
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a silver contact base (2) and then a solder (6) in
the form of a platelet is fastened to the silver in-
termediate layer (4) and then a contact carrier (8)
is placed on the solder and soldered on.

Process according to Claim 7, characterized in
that the fastening of the solder platelet (6) is per-
formed by welding.

Process according to Claim 7 and 8, character-
ized in that the fastening of the solder platelet (6)
is performed by ultrasonic welding to the silver in-
termediate layer (4).

Process according to Claim 7, characterized in
that the fastening of the solder platelet (6) is per-
formed by bonding.

Process according to one of Claims 7 to 9, char-
acterized in that the solder platelet (6) is pressed
onto the silver intermediate layer (4) during the ul-
trasonic welding via a pressure plate (10) having
small dot-like protrusions (12).

Process according to Claim 11, characterized in
that the dot-like protrusions (12) are conical in
shape.

Process according to Claim 11 or 12, character-
ized in that the ultrasonic vibrations of the pres-
sure plate (10) are aligned at a tangent to the con-
tact surface of the solder platelet (6).

Process according to one of Claims 7 to 13, char-
acterized in that the solder platelet (6) is pressed
flush into the silver intermediate layer (4) prior to
the soldering.

Process according to one of Claims 7 to 14, char-
acterized in that the contact carrier (8), the solder
platelet (6), the silver intermediate layer (4) and
the silver contact base (2) are inductively heated
in the soldering operation.

Revendications

Piéce de contact ayant un revétement (2) de
contact en argent, qui est brasé au moyen d’'une
couche intermédiaire (4) d’argent et d’'un métal
d’apport (6) sur un support (8) de contact, carac-
térisée en ce que le métal d’apport est fixé sous
la forme d'une plaquette (6), avant le processus
de brasage proprement dit, sur la couche inter-
médiaire (4) en argent.

Piéce de contact suivant la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que la plaquette (6) de métal
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10.

1.

12.

13.

d’apport se trouve, avant le brasage, dans une
cavité de la couche intermédiaire (4) en argent.

Piéce de contact suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que la fixation s’effectue par
soudage.

Piéce de contact suivant la revendication 3, ca-
ractérisée en ce que la fixation s’effectue par
soudage par ultrasons.

Piéce de contact suivant la revendication 4, ca-
ractérisée en ce que la face de la couche d’ar-
gent, qui est tournée vers la couche de métal
d’apport, comporte de petites cavités.

Piéce de contact suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que la fixation s’effectue par
collage.

Procédé de fabrication d’une piéce de contact,
notamment suivant I'une des revendications 1 a
6, caractérisé en ce qu'il consiste a appliquer une
couche intermédiaire (4) en argent sur un revéte-
ment (2) de contact en argent et ensuite, a fixer
un métal d’apport (6) sous la forme d'une pla-
quette sur la couche intermédiaire (4) d’argent et
enfin, &a mettre surle métal d’apport et a y souder
un support de contact (8).

Procédé suivant la revendication 7, caractérisé
en ce qu’il consiste a effectuer la fixation de la
plaquette (6) de métal d’apport par soudage.

Procédé suivant la revendication 7 ou 8, caracté-
risé en ce qu'il consiste a effectuer la fixation de
la plaquette (6) de métal d’apport par soudage
par ultrasons sur la couche intermédiaire (4) d’ar-
gent.

Procédé suivant la revendication 7, caractérisé
en ce qu’il consiste a effectuer la fixation de la
plaquette (6) de métal d’apport par collage.

Procédé suivant 'une des revendications 7 a 9,
caractérisé en ce qu’il consiste pendant le souda-
ge par ultrasons, a appliquer la plaquette (6) de
métal d’apport a la couche intermédiaire (4) d’ar-
gent par I'intermédiaire d’'une plaque (10) d’appli-
cation d’une pression ayant de petites suréléva-
tions (12) ponctuelles.

Procédé suivant la revendication 11, caractérisé
en ce que les surélévations (12) ponctuelles sont
en forme de cones.

Procédé suivant la revendication 11 ou 12, carac-
térisé en ce que les vibrations ultrasonores de la
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plaque (10) d’application d’'une pression sont di-
rigées tangentiellement a la surface d’appui de la
plaquette (6) de métal d’apport.

Procédé suivant I'une des revendications 7 a 13,
caractérisé en ce qu’il consiste a enfoncer la pla-
quette (6) de métal d’apport avant le brasage de
maniére qu’elle soit a affleurement dans la cou-
che intermédiaire (4) d’argent.

Procédé suivant I'une des revendications 7 a 14,
caractérisé en ce qu’il consiste a chauffer par in-
duction, lors de I'opération de brasage, le support
de contact (8), la plaquette (6) de métal d’apport,
la couche intermédiaire (4) d’argent et le revéte-
ment de contact (2) en argent.
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